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© Packelement.und Vorrichtung mit diesem Element 
(57) Die Erfindung betrifft ein Packelement, das gegebenen- 
falls zusammen mit gleichen oder ahnlichon Packalementen 
zurn Packen und Anordnen einer oder mehrerer elektrischer 
Geratekomponenten in einem Gerat verwendbar ist, wobei 
das Packelement (1,3, 4) mit mindestens einer stromleitfahi- 
gen oder lichtleitfahigen Leiterbahn (10, 11, 12, 17, 18, 43, 44) 
versehen ist. AuBerdem betrifft die Erfindung eine Vorrich- 
tung, z. B. einen Personalcomputer, in der dieses Packele- 
ment verwendet wird. 
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Beschreibung elektrischer Geratekomponenten in einem GerSt ver- 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Packelement r.fniSY Bt> W -°^ ei d ' C Packe, e m ente die GerStekompo- 
gemaB dem Oberbegriff vof Anspruch" das Sbe ^ zum ? dest "r'^eise formschlilssig umgeben 

nenfalls zusammen mit gleichen ode ■ ahnl ichen PadSe" « str^Sah Hxieren «t demnach mit mindestens einer 
menten zum Packen und Anordnen wn elSSen ™h ■■^i' 1 -^u '^htleufahigen Leiterbahn verse- 

Geratekomponenten venvendbarlt? und I eine Vorrich ' erne •Jf t ^ n d ? Packeleme ^ mindestens 
rung, in der zumindest ein solches Packelement v«™ ! Abschnitt aufweist, der zur Kontaktierung mit 
det wird. ^aclcelement verwen- einem zugeordneten Abschnitt einer Leiterbahn eines 

Um die Montage von elektrischen Geraten wie z B I0 W S^wS^?*™** ^ 
Personalcomputern zu vereinfachen und kos^eneunstt JZlIZ 55? ^P" k . 6nnen J n ^schiedenen Abmes- 
ger zu gestalten. sind Elemente bzw. TragerSS EELta ^ fT*^* T ^ r Funktion der ebizelnen 
die hier als Packelemente bezeichnet wSSmS? S-uf ,° bernache bzw. in einem Oberfla- 
kelt worden, die dazu dienen, ddSK^^ ^SSSJSSSS^ 11 "v^'^ ^ 
nenten, wie z. B. Laufwerke Leiterolatten i«» 5^ t , Leiterbahnen kSnne " auch in Art einer Durch- 

nen unterzubringen und festzuhalten, d. h L einer Ge heSnrinSS f ^" erbah n«» Parallel zueinander, 

hSuse-Einrichtung bzw. Fassung, zu packen ohne daB "T* verlaufend vorgesehen sein. Die Leiter- 

die herkommlichen mechanischen Schrau^erWndtf bS m ^ z ^ ^"ragiing von 1 6 bzw. 32 
gen und Halterungen zur Befestigung de ■ SeteSdSi" ™ fen ^ ( K f ?£ 0bertra e un g vpn Steuersigna- 

KoiiiponentenmuiMlamGehtoeifei^SsS^ IV ( ? ZUr P ber ^agung von AdreBsignalen 

Packelemente sind in der Kegel .taSESSIw Si£EZ2 aB ? 3lS . Mas "'^tungen und Netz- 

karperausKunststoffgefertigt. "rehorm stromleitungen ausgelegt sein. 

Diese Packelemente werden z. B. in dem Gebrauchs ^LT^u rbabnen k6 "" en sic * ^ oder im Oberfla- 
muster DE-G 91 16 755.8 Ul beschrieSTn wort? em « it , t ju l ° ehrerer Oberflachenseiten der Oberfla- 

Chassis eines Gerats, z. B. eines Computers oder eines Dl ?£££ET tTl^ 

elektronischen MeBgerats, zwei flbereinandeM, ? e»n£ trSShSE ^S* u T^ bev °7 u ^™ise ™ EIek- . 

Tragereinheiten Kunststoff mit Aussparungen umfaBt m ♦ b * hebl * en a " deren f0r Leiterbahnen 

welche an die auBere Formgebungen der KompontS STS? Matenallen ' wie - Silb -. Gold, Alumini- 

2 w1 S ?her d e" g ^ - Bevorz.gterweise.sbd die Kanten 

mindest teilweise formschlussig zuh^oSSfltor" 2 f die . t Le ' t ^ bahn t n verlaufen, zumindest im Be- 
kommliche BefesUgungsmittelverweS werden nit* ab f rundet a ^gebildet, um eine 

Zur elektrischen Verbindung der elektrischen Kom £,2?? ^'^^pruchung der uber die Kante lau- 
ponentendes Gerats untereinidj und, St^derAuBen" « rTrwh LeUe h rbahn z " vermeiden und um damit einer 
welt, also z.B. zur Verbindung zwisSeneLe^GeSte" KSS ^ B f ch ^« un « d =r. Leiterbahnen im 
Komponente und einem Schalter am ^5S£5uS " ^S^S^JS^^'^r J 

ist jedoch nach wie vor die Montage einer entsoreche?' mint! . ^ Iterbahr l des erfmdungsgemaBen Packele- 
den Verkabelung mit SteckverWndera und «Sw^ ♦ ? ■ CI ? en ° der mehrere Abschnitte, die zur Kon- 
Verbindungsmittlln notwendj d ihl±chen taktierung, also als Kontaktabschnitte dienen. Diese Ab- 

In der DE-PS 41 15 703 wird eine flexible Leiterolatte 4 ° ^° nn 1 n ^ e . niiber den Abmessungen der nor- 

beschrieben, die mindestens zwei LeSriaeen S2 £ 7 ^ dU - nnen ^ Jan ^«treckten Leiter- 
und ein in einem Gehause untergebracSes^Gera To S H T V o' "vT ^ Art Kontak ^^k 
standig umhullt, um einen Schul gegt VerSderung gS£ ^ K^n^? 6 /^^ ^ Umerbrin ^ n S «^ 
von Daten oder Komponenten in dem Gerat bereitzu « G ^ e :Komponente normalerwe.se mehrere Packele- 
stellen. Dereitzu- 45 mente ubereinander bzw. nebeneinander zur Packung 

Die DE-OS 41 38 818 beschreibt ein Gehause in v^S^t^ 0111 ? 0 ? 611 ^ verwendet werden, ist es von 
der Mitte angeordnete Leitungen Z Offn^n auf a^er tll^p ^ auf den O^chen der anein- 
weist, die sich zu den elektrischen Le^un^n *L v ! , sto ^ ende . n Packelemente so zu fuhren, daB ihre 
. Wandungen des G^JS^^^^L^^ Kon * ktab ^nnte zur Kontaktierung aufeinander lie- 
: leitende Elemente ode^elektrS 50 ^ m Berflb ™ n g "iteinander kommen. Durch die 

die Offnungen eingesetzt werden ^^1°^^ f^S™/ iT"?™ ? acke,ement «". wird es 
Leitungen beruhren, kann eine elektrische VeSndtng pSSSSite^^SkTSfn L ri eit R erbahn ? ber - ehrere 
erreicht werden. In der DE-PS 41 15 703 und auch in de? EES J eck ^? bne da0 eine aufwendige Ver- 
DE-OS 41 38818 sind jedoch keine Packelemente er- 55 wendigwa" SteCkVerbindern und ^abelbaumen. not- 
To^£SXS^ np0neatea ZUmind6St teilweis£ Es k annen auch Kontaktabschnitte der Leiterbahnen 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es ein Pack- S Kom2nm h ne " K ° ntak f t ™ l Kontak ^'emen- 
element bereitzustellen, das eine weitefgehende Verein der 2 ^° ma i Ct, ; a f en ' K ° ntak tfedern und ahnlichem, 
fefTT^' Mo -t d tle e s r a e m- 60 J^^^S^ 1 

^ wtrd VOmChtUng erm6ghCht ' in ^ « Wei ^ k ? nnen Kontaktabschnitte der Leiterbah- 
Diese Aufgabe wird durch das Packelement eem aB riStuna v." takU . erun S einer auBeren Kontakt-Ein- 

Sir' dureh di = Vorrich - - ^|W»Tr<^MJS2S: 

m=n t =„zum P .ck e „u„dA„„rd„ OT ei„„„ <iCTra eh r =,er Ein b e v„ r zug.e s Packe^n, elner erste „ Ausb „. 
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dungsform hat ein oder mehrere VorsprQnge, die vom mente ein verbleibender Druck ausgeubt wird, der eine 

Packelement abstehen. Em bevorzugtes Packelement sichere Kontaktierung zwischen den Packe ementen 

einer zwe.ten Ausfuhningsform hat dagegen erne oder und den Gerate-Komponenten und auch zwischen den 

mehrere Vertiefungen. Wird nun das Packelement der Packeiementen bzw. Gerate-KomponenterTund der Au- 

ersten Ausfuhrungsform auf das Packelement der zwei- 5 Benwelt, wie z. B. Kontakten an dem Gehause. sicher- 

ten Ausfuhrungsform aufgesetzt, urn z. B. eine elektri- stellt 

sche Gerite-Komponente zwischen diesen beiden Bevorzugterweise werden die erfindungsgemaBen 

Packeiementen muerzubnngen passen die VorsprQnge Packelemente in einer Computereinheit wiel B dnem 

des Packelements der ersten Ausfuhrungsform in die Personalcomputer verwendet 

Vertiefungen des Packelements der zweiten Ausfflh- 10 Weitere Vorteile und Anwendungsmoglichkeiten der 

rungsform em. Hierdurch wird eine exakte Justierung yorliegenden Erfindung werden aus der n achfolgenden 

bzw. Posmomenmg bzw. Ausnchtung der Packelemen- Beschreibung von Ausfuhrungsformen der Erfindung in 

te zuemander nach Stecker-Buchse-Art moglich. Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen ersifht- 

Auf den Vorsprungen bzw. in den Vertiefungen er- lich.Eszeigt 

strecken sich jeweils entsprechende Leiterbahnen, die 15 Fig. 1 schematisch eine Explosionsansicht eines Com- 

an bzw. auf den Vorsprungen bzw. den Vertiefungen puters mit einem Gehause, mehreren PackelementTn 

derart verlaufen, daB beim Emsetzen der Vorspriinge in und einem Laufwerk zwischen deh PackelemenSn das 

rZZTrt^ \ r\ m F AUfSe T, n I" , P f kele - * beispielhafte elektrische Gerate-Komponentezu be- 

ments der ersten Ausfuhrungsform auf das Packelement trachtenist- ^ 

der zweiten Ausfuhrungsform eine Kontaktierung zwi- 2 o Fig. 2 ein Detail aus der Fig. 1 gemaB dem in der 

t&iz&^ssr* Lei,erbahnen * a 1 mt * mam kreisf5rmi|sn "■■ 

Die Vorspriinge des Packelements der ersten Ausfiih- Fig. 3 eine schematische Seitenansicht von zwei erfin- 


rungsform verjOngen sich bevorzugterweise konisch, dungsgemaBen Packeiementen, die im zusammenge- 
und zwar .n Richtung vom Packelement weggesehen. 35 setzten Zustand zwischen sich eine schematisch angege- 
Entsprechend konnen sich die Vertiefungen konisch bene Gerate-Komponente aufnehmen 


verengen. Beun Einf Lhren der VorsprQnge in die Vertie- In der Fig. 1 wird schemausch am Beispiel eines Per- 

fungen wird dann eine noch exaktere Justierung und sonalcomputers der Gegenstand der vorliegenden Er- 
Fuhrung der Packelemente zuemander erzeugt. AuBer- findung erlauterL Der Personalcomputer umfaBt im we- 
dem kann durch die komsche Gestaltung der aneinan- 30 sentlichen ein Gehause mit einem Gehauseunterteil 6 
der stoBenden Flachen der Vertiefungen und der zuge- einem Gehauseoberteil,5, ein quadriges. relativ flaches 
hdrigen Vorspriinge ein gewisser Kontaktdruck zwi- Packelement 1, das auf dem Boden des Gehauseunter- 
schen den Kontakten im Bereich der Vertiefung und im teils 6 auflegbar ist, mittlere Packelemente 3 und 2, die 
Bereich der Vorsprunge erzeugt werden, der eine siche- auf dem unteren, Packelement 1 bei fertigmontiertem 
re elektrische Kontaktierung zwischen den beiden 35 Personalcomputer aufliegen, und ein oberes Packele- 
Packelernenten ermoglicht ment 4, das bei fertigmontiertem Personalcomputer auf 

Die Leiterbahnen konnen im Bereich der Oberflache den mittleren Packelement angeordnet ist Im fertig- 
der Packelemente in entsprechenden Vertiefungen bzw. montierten Zustand umschlieBen das untere Packele- 
Rillen versenkt sein oder freiliegend auf der Oberflache ment 1, die mittleren Packelement 3 und 2 und das obere 
desjewethgen Packelements ausgebildet sein. 40 Packelement 4 ein Diskettenlaufwerk 20, das somit von 

Die in Rillen versenkten Leiterbahnen werden z. B. den Packeiementen formschlQssig umgeben wird und 
dann verwendet, wenn anemander stoBende Packele- dadurch im Gehause fixiert wird. Im fertigmontierten 
mente vorhegen, die jeweils Leiterbahnen haben, die Zustand des Personalcomputers nach Fig. 1 liegen das 
ubereinander liegen bzw. sich kreuzen, aber nicht mit- untere Packelement 1, die mitderen Packelemente 3 und 
einander kontakueren sollen. Auf den Leiterbahnen 45 2 und das obere Packelement 4 in dieser Reihenfolge 
kann dann erne Isolationsschicht aufgebracht werden. ubereinander in dem Gehauseunterteil 6 formschlussig 
Diese Isolationsschicht kann ausschliefllich in der Rille und bundig zueinander ein. Der fiir die Diskette vorge 
uber der Leiterbahn aufgebracht sein. sehene Einfuhrschiitz am Laufwerk 20 liegt dann auf 

Die Leiterbahnen kCnnen mit einer Schutzschicht Hohe der Einfiihroffnung 61 des Gehauseunterteils 6 
bzw. Passivierungsschicht uberzogen sein. 50 damit eine Diskette durch den Einfiihroffnung 61 in den 

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen und Ausfuh- Einfuhrschiitz des Laufwerks 20 eingeschoben werden 
rungsformen des erfindungsgemaBen Packelements kann (weitere Komponenten des Personalcomputers 
smd den Unteranspriichen 2 bis 22 zu entnehmen. sind in der Fig. 1 aus Vereinfachungsgrunden weggelas- 

In der erfindungsgemaBen Vorrichtung werden eines sen), 
oder mehrere dieser Packelemente gemaB einem der 55 Nach Einschichten der Packelemente und des von den 
Anspruche 1 bis 22 verwendet, die eine oder mehrere Packeiementen formschlQssig umgebenen Laufwerks 24 
elektrische Komponenten bzw. elektromechanische wird das Gehauseoberteil 5 aufgesetzt, so daB die Teile 
Komponenten oder emfach Komponenten der Vorrich- 7 am Gehauseoberteil 5 in die Teile 71 am Gehauseun- 
tung -in einer Fassung,z.B. einem Gehause, fixieren. terteil 6 eingreifen, wodurch ein VerschluB nach Art 

Die Fassung kann z. B. auch aus einer Einrichtung wie eo eines Schnapp-Verschlusses gebildet wird, der leicht 16s- 
z. B. einen oder mehreren Gurten oder Streifen beste- bar ist Auf der gegenuberliegenden Seite ist zur Befe- 
hen, die die zusammengesetzten Packelemente mit den . stigung des Gehause-Oberteils 5 an dem Gehause-Un- 
dazwischen angeordneten elektrischen Komponenten terteil 6 eine Haken/Ose-Verbindung vorgesehen die in 
umfasseni Die Fassung bzw. das Gehause kann einen den Figuren nicht gezeigt wird 

VerschluQmechanismus aufweisen, der die Fassung zu- 65 Auf der Oberflache des unteren Packelements 1 sind 
sammenhalt. Dieser VerschluBmechanismus kann z. B. in der Fig. 1 zwei parallel zueinander verlaufende Lei- 
als SchnappverschluB oder als Zugschnalle ausgebildet terbahnen 17 und 18 zu erkennen, die sich auf der Ober- 
werden, und ermOglicht dadurch, daB auf die Packele- flache des unteren Packelements 1 bis zu einem Schalter 
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64 am Gehauseunterteil 6 erstrecken und mit dessen 
Kontakten kontaktiert sind. 

Am Laufwerk 20, das in der Explosionsansicht nach 
Fig. 1, auf der Oberseite des unteren Packelements 1 
aufliegt ist eine Leiterplatte 24 zu erkennen, die im 5 
Inneren des Laufwerks 20 untergebracht ist, und von 
der zwei schematisch angedeutete Leiterbahnen bzw 
Drahte von der Leiterplatte 24 aus nach auBen zur Au- 
Benseite des Laufwerks 20 (zu dessen Gehause-AuBen- 
seite) verlaufen. AuBen am Laufwerk 20 enden diese , 0 
Leiterbahnen 22 und 23 in verbreiterten Abschnitten, 
die Kontaktabschnitte bzw. -bereiche oder -flachen bil- 
den und an der AuBenseite des Laufwerks 20 zur Ge- 
genkontaktierung mit anderen Kontaktflachen freilie- 

gCn - 15 

Das mittlere Packelement 3 hat eine Oberflache die 
eine relativ schmale Seitenflache 31 und eine gegen- 
flberliegende gleichgroBe Seitenflache 33 aufweist, wo- 
bei die Seitenflache 31 Qber eine Oberseite 32 in die 
Seitenflache 33 der Oberflache des mittleren Packele-™ 
ments 3 iibergeht Die Seitenflache 31 und auch die 
Seitenflache 33 haben in etwa die Hohe des Laufwerks 
20, um mit diesem bundig abzuschlieBen, wenn das 
Packelement 3 auf das untere Packelement 1 neben dem 
Laufwerk 20 aufgelegt wird. Auf der Oberflache des 25 
Packelements 3 sind zwei im wesentlichen parallel zu- 
einander sich erstreckende Leiterbahnen 10 und 11 aus- 
gebildet 

Diese Leiterbahnen 10 und 11 erstrecken sich von der 
Oberseite 32 des mittleren Packelements 3 aus auf die 30 
Seitenflachen 31 und verlaufen dabei uber die Kante, die 
den Ubergang zwischen der Oberseite 32 des Packele- 
ments 3 und der Seitenflache 31 des Packelements 3 
darstellt Diese Kante ist abgerundet um ein zu starkes 
Abkmcken und damit eine mdgliche Beschadigung der 35 
Leiterbahnen 10 und 11 im Bereich uber der Kante zu 
vermeiden. 

Die Leiterbahnen 10 und 11 enden auf der Seitenfla- 
che 31 des Packelements 3 jeweils mit einem verbreiter- 
ten Kontaktabschnitt 101 bzw. 111. Die Kontaktab- 40 
schnitte 101 bzw. 1 1 1 dienen zur Kontaktierung mit den 
Kontaktabschnitten der Leiterbahnen 22 bzw. 23 auf 
der Gehause-AuBenseite 21 des Laufwerks 20, wenn die 
Packelemente im fertigmontierten Zustand angeordnet 
sind. 45 

Die Leiterbahnen 10 und 11 erstrecken sich auf der 
Oberseite 32 des mittleren Packelements 3 bis zur Ruck- 
seite 34 des mittleren Packelements 3, wobei sie eben- 
falls uber die Kante zwischen der Oberseite 32 und der 
Ruckseite 34 des Packelements 3 verlaufen, die auch, 50 
zumindest im Bereich der Leiterbahnen abgerundet ist. 

Die Leiterbahnen 10 und 11 erstrecken sich auf Art 
eihes Abzweiges von der Oberseite 32 des Packele- 
ments 3 ausgehend iiber eine entsprechend abgerundete 
Kante auf die Seitenflache 33 des mittleren Packele- 55 
ments 3, wo sie sich weiter (in der Fig. 1 nur schematisch 
angedeutet) Qber eine entsprechende Kante auf die Un- 
terseite 36 des Packelements 3 erstrecken, die der Ober- 
seite des unteren Packelements 1 gegenUbersteht. Die 
Stucke der Leiterbahnen 10 und 1 1 im Bereich der Un- 6 o 
terseite 36 des Packelements 3 dienen zur Kontaktie- 
rung mit den Leiterbahnen 17 und 18 auf der Oberseite 
des unteren Packelements 1. 

Die sich auf die Ruckseite 34 des Packelements 3 
erstreckenden Leiterbahnen. 10 und 11 enden ebenfalls 6 5 
in verbreiterten Kontaktabschnitten, die allgemein eine 
beliebige Form aufweisen konnen, insbesondere kreis- 
flachig, rechteckig oder oval sein konnen. Diese Kon- 


taktabschnitte dienen zur Kontaktierung mit Federkon- 
takten 62 und 63 am Gehauseunterteil 6, die wiederum 
mit Steckerstiften verbunden sind. Somit wird zwischen 
den Leiterbahnen 10 und 11, die entlang der Oberflache 
des Packelements 3 ausgebildet sind, eine Kontaktie- 
rung auch zur AuBenwelt namlich zu den Federkontak- 
ten 62 und 63 einer Steckereinheit am Gehauseunterteil 
6,hergesteltt 

Das obere Packelement 4 weist eine Oberseite 42 auf, 
in der eine abgesenkte Aussparung 41 mit einem Boden 
46 vorgesehen ist Die Oberseite 42 des oberen Packele- 
ments 4 geht uber eine Kante 50 (vgl. Fig. 2) in eine 
Seitenflache 45 des Packelements 4 Qber, wobei die Sei- 
tenflache 45 und die Oberseite 42 des Packelements 4 an 
einer Eckkante des Packelements in eine vordere Sei- 
tenflache 46 ubergehen. 

Auf der Oberseite 42 des oberen Packelements 4 er- 
strecken sich ebenfalls zwei parallele Leiterbahnen 43, 
44, die sich in die Aussparung 41 hinein erstrecken und 
auf dem Boden 46 der Aussparung 41 weiter verlaufen. 
Auf dem Boden 46 der Aussparung 41 sind des weiteren 
elektronische Bauelemente, wie z. B. Widerstande, Kon- 
densatoren, Spulen, Integrierte Schaltungen, Leitungen. 
hybride Schaltkreise, elektromechanische Komponen- 
ten, und elektro-optische Komponenten usw. unterge- 
bracht, wobei die Bauelemente z. B. in Form von 
SMD(Surface Mounted Devices)- Einheiten ausgebildet 
sind und mit den entsprechenden Verbindungstechniken 
mit den auf dem Boden 46 aufgebrachten Leiterbahnen 
und Verbindungsstucken verbunden sind (z.B. durch 
Ultraschall-Bonden, Loten, Druck-Bonden oder ahnli- 
cheTechniken). 

Die Bauelemente k6nnen in einer alternativen Aus- 
flihrungsform je nach Gegebenheit auch auf der. Ober- 
flache eines Packelements aufgebracht sein, ohne daB 
eine Aussparung verwendet wird. 

Die Leiterbahnen 43 und 44 des oberen Packelements 
erstrecken sich auch auf eine Seitenflache 47, die der 
Seitenflache 45 gegenQberliegt (schematisch angedeu- 
tet), und von dieser Seitenflache 47 aus auf die Untersei- 
te des Packelements 4, wo die entsprechenden Stucke 
der Leiterbahnen 43 und 44 wiederum als Kontaktfla- 
chen zur Kontaktierung mit den auf der Oberseite 32 
des mittleren Packelements 3 sich zur Ruckseite 34 des 
Packelements 3 hin erstreckenden Leiterbahnen 10 und 
11 dienen. Sich kreuzende Leiterbahnen sind zur Ver- 
meidung eines Kurzschlusses durch eine entsprechende 
aufgebrachte Isolationsschicht voneinander getrennt 

Auf der Oberflache des Packelements 4 ist noch eine 
relativ breite Leiterbahn 12 aufgebracht die nur sche- 
matisch zur Verdeudichung gezeigt wird. Diese Leiter- 
bahn 12 ist z. B. mit Masse verbunden, um eine statische 
Aufladung des Packelements 4 zu vermeiden. Diese 
breit angelegte Leiterbahn 12 erstreckt sich von der 
Oberseite 42 des Packelements 4 uber die Kante 50 auf 
die Seitenflache 45 des Packelements 4 und weiter ent- 
lang der Seitenflache 45 uber eine Eckkante auf die 
benachbarte vordere Flache 47. Die Kante 50 ist dabei 
zumindest im Bereich der Leiterbahn 12 abgerundet 
wie deutlich aus der Fig. 2 zu ersehen ist 

Durch das Ausbilden von Leiterbahnen und entspre- 
chenden Kontakten auf Packelementen lassen sich vor- 
teilhafterweise eine Vielzahl von Kabeln und Steckem, 
die ansonsten zur Kontaktierung der verschiedenen 
Komponenten untereinander und zur AuBenwelt not- 
wendig w3ren, einsparen. Dadurch wird bei der End- 
montage, z. B. eines Personalcomputers in erheblichen 
Umfang Montagezeit eingespart AuBerdem kdnnen 
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hierdurch die bei den herkammlichen Packelementen 
noch notwendigen Kabelkanale eingespart werden, wo- 
durch sich insgesamt eine platzsparendere, kompaktere 
Bauweise der Packelemente und damit des gesamten 
elektrischen Gerats, wie z. B. des Personalcomputers, 5 
ergibt Weiterhin k6nnen durch das direkte Ausbilden 
von Leiterbahnen auf den Packelementen Fehlfunktio- . 
nen beseitigt werden, die bei der herkommlichen Verka- 
belung durch Wackelkontakte der Verkabelung und der 
Verlotung oder Knickstellen der Verkabelung entste- io 
hen. 

Eine bevorzugte AusfOhrungsform fiir die Kontaktie- 
rung von Leiterbahnen auf unterschiedlichen Packele- 
menten ist schematisch in der Fig. 3 dargestellt, die eine 
Seitenansicht auf zwei ubereinander liegende Packele- 15 
mente 201 und 301, zwischen denen eine elektrische 
Komponente, wie z. B. ein Laufwerk oder eine Leiter- 
platte 400, untergebracht ist. 

Das obere Packelement 201 weist einen im wesentli- 
chen quadrigen Hauptkorper 200, von dem im wesentli- 20 
chen rotationssymmetrisch und sich mit zunehmenden 
Abstand vom Hauptkorper 200 konisch verjungende 
Vorspriinge 203 bzw. 206 abstehen. Im Bereich der 
Oberfiache des Packelements 201 erstreckt sich eine 
sichtbare Leiterbahn 202 in den Bereich des konischen 25 
Vorsprungs 203. Ebenso erstreckt sich eine Leiterbahn 
205 im Oberflachenbereich des Packelements 201 in den 
Bereich des konischen Vorsprungs 206. Die Leiterbahn 

205 endet im Bereich des konischen Vorsprungs 206 in 
einem stark verbreiterten Kontaktabschnitt 204, der 30 
ringformig um den rotationssymmetrischen Vorsprung 

206 vertauft 

Das untere Packelement 301 hat mit Abstand zuein- 
ander ausgebildete Vertiefungen 303 und 307, die je- 
weils rotationssymmetrisch sind uhd sich zu ihren BQden 35 
hin konisch verjungen. Am Packelement 301 ist eine . 
abknickende Leiterbahn 304 ausgebildet, die sich in den 
Oberflachenbereich der konischen Vertiefung 303 er- 
streckt. Des weiteren ist am Packelement 301 eine Lei- 
terbahn 306 ausgebildet, die abknickend in einen ver- 40 
breiterten Kontaktabschnitt 305 iibergeht, der sich in 
den Oberflachenbereich der Vertiefung 307 erstreckt 

Wird bei der Montage das obere Packelement 201 auf 
das untere Packelement 301 aufgesetzt, um dazwischen 
die elektrische Komponente 400 unterzubringen, grei- 45 
fen die Vorsprunge 203 und 206 des oberen Packele- 
ments 201 in die konischen Vertiefungen 303 bzw. 307 
des unteren Packelements 301 ein. Durch die konische 
Auslegung der Vorsprunge und der dazu passenden. 
Vertiefungen wird beim Aufsetzen des Packelements 50 
201 auf das Packelement 301 ein entsprechender Druck 
zwischen den zueinander passenden konischen Oberfla- 
chen im Bereich des Vorsprungs bzw. im Bereich der 
Vertiefung erzeugt, wodurch ein entsprechender An- 
druck zwischen den Leiterbahnen 202 und 304 im Be- 55 
reich des Vorsprungs 203 bzw. der Vertiefung 303 und . 
den Kontaktabschnitten 204 und 305 der Leiterbahnen 
205 bzw. 306 im Bereich der Oberflachen des konischen 
Vorsprungs 206 bzw. der konischen Vertiefung 307 er- 
zeugt wird, wodurch eine sichere Kontaktierung der 60 
Leiterbahnen miteinander ermSglicht wird. 

In der Fig. 3 ist ein Anschlag 207 als Abstandshalter 
zwischen den Packelementen 201 und 301 am Packele- 
ment 201 ausgebildet. t 

Bei der Herstellung des erfindungsgemaBen Packele- 65 

ments wird z. B. expandierendes Polypropylen als 
Kunststoff verwendet. Das Polypropylen liegt als Poly- 
propylen-Granulat vor, das in einem bekannten Verfah- 


ren aufgeschaumt wird, um Polypropylen-Kugelchen zu 
bilden. Die Tropfen werden mit einem Druck von 4 bar 
in die vorgesehene Form fur das jeweils herzustellende 
Packelement gespritzt, wobei die Form den gewunsch- 
ten Strukturen und Formen des jeweiligen Packele- 
ments entspricht. Dieser Schritt fuhrt zu einer Volumen- 
verringerung. Im nachfolgenden Schritt wird ein Unter- 
druck angelegt, so daB das Volumen wieder anwachst 
und die Polypropylen-Tropfen die Formgebung der 
Form annehmen. Dann wird heiSer Wasserdampf mit 
ungefahr 180°C eingeblasen, was ein Zusammenwach- 
sen der Tropfen an ihren Oberflachen bewirkt (Kreuz- 
vernetzung). Danach wird die Form geoffnet und das 
Schaumteil entnommen. SchlieBlich wird das Schaum- 
teil getempert um das fertige Packelement zu erhalten. 

Expandierendes Polypropylen hat mehrere vorteil- 
hafte Eigenschaftea Es hat z. B. eine hohe Formstabili- 
tat und ist dennoch nachgiebig und somit energieabsor- 
bierend. Dies stellt eine stoBgeschutzte Montage der 
Komponenten in dem Gerategehause sicher. Die Defor- 
mierbarkeit oder Nachgiebigkeit von Polypropylen 
kann durch die Dichte des Materials beeinfluBt werden. 
Die Dichte des Polypropylen kann z. B. in einem Bereich 
von ungefahr 60 bis 80 g/1 liegen, was zu einer guten 
Formstabilitat fiihrt. Durch Andern der Dichte konnen 
die Harte (d. h. Formstabilitat) und die stoBabsorbieren- 
den Eigenschaften angepaBt werden: je kleiner die 
Dichte ist, um so weicher ist das Material, das zur ver-. 
besserten stoBabsorbierenden Eigenschaften fuhrt Je 
hoher dagegen die Dichte ist, um so harter ist das Mate- 
rial, was zu einer verbesserten Formstabilitat und auch 
zu einer besseren Eignung, des entstehenden Packele- 
ments als Trager von Leiterbahnen fuhrt. 

Ein weiterer Vorteil von Polypropylen ist dessen rela- 
tiv hohe Temperaturstabilitat AuBerdem ist Polypropy-. 
len vollstandig wiederverwertbar. Polypropylen ist auch 
ein relativ leichtes Material und hat chemisch resistente 
Eigenschaften. 

Polypropylen hat als weiteren Vorteil, das es che- 
misch inert gegenuber alien moglichen Losungsmitteln 
ist, und deshalb fur eine Verarbeitung im Zusammen- 
hang mit der Ausbildung von Leiterbahnen auf Polypro- 
pylen als Material fur Packelemente geeignet ist 

*In Alternative zu Polypropylen konnen andere 
Kunststoffe mit hoher Formbestandigkeit verwendet 
werden, wie z. B. Polyurethan oder Polyethylen. 

Die Leiterbahnen konnen mit einem herkommlichen 
Negativ-Verfahren bzw. einem Positiv-Verfahren mit- 
tels Photodruck oder Siebdruck auf der Oberfiache des 
jeweiligen Packelements oder in Vertiefungen an der 
Oberfiache des Packelements, in denen die Leiterbah- 
nen verlaufen sbllen, hergestellt werden. Nachfolgend 
wird die Ausbildung von Leiterbahnen auf der Oberfia- 
che eines Packelements mittels des Positiv-Verfahrens 
unter Verwendung von Photodruck erlautert. 

Auf der Oberfiache des Packelements wird Kupfer als 
.Basismaterial aufgalvanisiert Davor muB gegebenen- 
falls die Oberfiache des Packelements zuvor von Fett- 
rQckstanden mittels z. B. Alkoholbades entfernt werden. 
Nach der Fettentfernung kann eine Haftvermittlungs- 
schicht aufgetragen werdea be vor das Kupfer-Basisma- 
terial aufgalvanisiert wird. 

Nach dem Aufgalvanisieren der Kupferschicht auf 
der Oberfiache des Packelements wird eine lichtemp- ~ 
findliche Schicht mit dem hier fiir gewOhnlich verwen- 
deten Photolack auf die Kupferschicht mittels z. B. einer 
Spriihpistole aufgetragen, wobei sich entweder das' 
Packelement dreht und die Spriihpistole fixiert ist oder 
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die Sprilhpistole bewegt wird und das Packelement fi- 
xiert ist 

Nach Aufbringen der lichtempfindlichen Photolack- 
schicht wird diese belichtet, und zwar in Bereichen, wo 
spater die eigendiche Leiterbahn verlaufen soil Hierzu 5 
wird Laserlicht verwendet das von einer entsprechen- 
den Lasereinrichtung erzeugt wird. Der Laser wird da- 
bei iiber der lichtempfindlichen Photolackschicht be- 
wegt und emittiert die Laserlichtstrahlung auf die Pho- 
tolackschicht, urn diese zu belichten. Alternativ hierzu 10 
kann die Lasereinrichtung fixiert sein und das Packele- 
ment bewegt werden, um die Belichtung der empfindli- 
chen Photolackschicht durchzufuhren. 

Nach der Belichtung wird das Packelement mit be- 
lichteter Photolackschicht in ein Entwicklerbad gege- 15 
ben, wobei die belichteten Bereiche der Photolack- 
schicht entwickelt werden und danach ausgehartet wer- 
den. Die nicht entwickelten Bereiche des Photolacks 
werden nachfolgend in einem Losungsmittelbad ent- 
fernt, wonach die entwickelten und ausgeharteten Pho- 20 
tolackbereiche auf dem Kupferbasis material ubrigblei- 
ben. Die entwickelten Bereiche zeigen nunmehr schon 
die herzustellende Leiterbahnstruktur. 

AnschlieBend werden die nicht mit entwickeltem und 
ausgeharteten Photolack uberzogenen Schichtbereiche 25 
in einem Atzbad weggeatzt und schlieBlich die entwik- 
kelte und ausgehartete Photoschicht entf ernt Obrig 
bleibt dann die auszubildende Leiterbahnstruktur auf 
der Oberflache des jeweiligen Packelements. 

Alternativ zur Belichtung mittels einer Lasereinrich- 30 
tung kann auch eine Ganzkorperbelichtung verwendet 
werden, wobei dann Masken zur Strukturierung ver- 
wendet werden. 

Wird auf; einem Packelement eine lichtleitfahige Lei- 
terbahn, wie z. B. eine Glasfaser aus Kunststoff, verwen- 35 
det, kann die Lichtleitfaser in einer dafiir an dem Pack- 
element vorgesehene Vertiefung untergebracht und fi- 
xiert werden, z. B. mittels Kleben. 

Patentarispriiche 40 

1. Packelement (1, 3, 4, 200, 300), das gegebenenfalls 
zusammen mit gleichen oder ahnlichen Packele- 
menten (300) zum Packen und Anordnen einer oder 
mehrerer elektrischer Geratekomponenten (400) in 45 
einem Gerat verwendbar ist, wobei die Packele- 
mente (1, 3, 4, 200, 300) die Geratekomponente(n) 
(400) zumindest teilweise formschliissig umgeben 
und im Gerat fixieren, dadurch gekennzeichnet 

daB das Packelement (200) mit mindestens einer 50 
stromleitfahigen oder lichtleitfahigen Leiterbahn 
(10, 11, 12, 17, 18, 43, 44, 202, 205, 304, 306) versehen 
ist und 

daB die Leiterbahn (205) des Packelements (200) 
mindestens einen Abschnitt (204) aufweist der zur 55 
Kontaktierung mit einem zugeordneten Abschnitt 
(305) einer Leiterbahn (306) eines weiteren Pack- 
elements (300) vorgesehen ist. 

2. Packelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterbahn aus Elektrolytkupfer 60 
besteht 

3. Packelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB sich die Leiterbahn auf der 
Oberflache bzw. im Oberflachenbereich des Pack- 
elements erstreckt. 65 

4. Packelement nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Packelement (4) eine abgerundete 
Kante (50) hat, iiber die sich die Leiterbahn (12) 
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erstreckt. 

5. Packelement nach einem der obenstehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiter- 
bahn mindestens ein verbreitertes Ende hat. 

6. Packelement nach einem der "obenstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Packele- 
ment (1; 3; 4) mehrere zueinander beabstandete, 
parallel zueinander verlaufende Leiterbahnen hat 
(10, 11; 17, 18;43,44). 

7. Packelement nach einem der obenstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Packele- 
ment (4) eine Aussparung (41) mit einem Boden (46) 
aufweist 

8. Packelement nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf dem Boden (46) der Aussparung 
(41) elektronische, elektro-optische, elektro-me- 
chanische oder optische Bauelemente angebracht 
sind, die durch Leiterbahnen (43, 44) miteinander 
verbunden sind, die sich vom Boden der Vertiefung 
(41) aus bis zu einer Oberseite (42) der Oberflache 
des Packelements (4) erstrecken kfinnen. 

9. Packelement nach einem der obenstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB eine der Lei- 
terbahnen einen Abschnitt (101, 111) aufweist, der 
zur Kontaktierung mit einem zugeordneten Kon- 
takt (22, 33) einer elektrischen Komponente (20) 
vorgesehen ist 

10. Packelement nach einem der obenstehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet daB eine der 
Leiterbahnen einen Abschnitt aufweist der zur 
Kontaktierung mit einer auBeren Kontakteihrich- 
tung, wie z. B. einem Federkontakt an einem Ge- 
hause, vorgesehen ist 

11. Packelement nach einem der obenstehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet daB an dem 
Packelement (200) mindestens ein Vorsprung (203, 
206) ausgebildet ist der von dem Packelement (200) 
absteht 

12. Packelement nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet daB der Vorsprung (203, 206) rota- 
uonssymmetrisch ist 

13. Packelement nach Anspruch 11 oder 12, da- 
durch gekennzeichnet daB sich der Vorsprung (203, 
206) konisch mit zunehmendem Abstand vom 
Packelement (200) verjQngt 

14. Packelement nach einem der Ansprdche 1 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet daB sich die Leiter- 
bahn (202) des Packelements (200) auf bzw. im Be- 
reich der Oberflache des Vorsprungs (206) er- 
streckt 

15. Packelement nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sich der Abschnitt (204) zur Kon- 
taktierung der Leiterbahn (202) auf oder im Bereich 
der Oberflache des Vorsprungs (206) erstreckt. 

16. Packelement nach einem der Anspriiche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet daB das Packelement 
(300) mindestens eine Vertiefung (303, 307) hat 

17. Packelement nach Anspruch 16, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Vertiefung (303, 307) rota- 
donssymmetrisch ist 

18. Packelement nach Anspruch 16 oder Anspruch 

17, dadurch gekennzeichnet, daB sich die Vertie- 
fung zu ihrem Boden hin konisch verjungt 

19. Packelement nach einem der AnsprQche 16 bis 

18, -dadurch gekennzeichnet daB sich die Leiter- 
bahn (304, 306) des Packelements (300) auf bzw. im 
Bereich der Oberflache in der Vertiefung erstreckt 

20. Packelement nach Anspruch 19, dadurch ge- 
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kennzeichnet, daB sich ein Abschnitt (305) zur Kon- 
taktierung derLeiterbahn (306) auf der Oberflache 
in der Vertiefung erstreckt. 

21. Packelement nach einem der obenstehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB an der 5 
Oberflache des Packelements eine Vertiefung. z. B. 
in der Form einer Rille, vorgesehen ist, in der sich 
die Leiterbahn erstreckt. 

22 Packelement nach einem der obenstehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Lei- 10 
terbahn zumindest teilweise mit einer Schutz- 
schicht versehen ist. 

23. Vorrichtung, insbesondere Personalcomputer, 
mit mindestens einer eiektrischen Geratekompo- 
nente (20), mit mindestens einem Packelement (1, 2, 15 
3, 4) nach einem der Anspriiche 1 bis 22, das die 
elektrische Geratekomponente (20) festhalt, und 
mit einer Fassung (5, 6, 7, 71), die die Packeiemente 
und die elektrische(n) Geratekomponente(n) zu- 
sammenhalt. 20 

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch ge- . 
kennzeichnet, daB die Fassung (5, 6, 7, 71) ais Ge- 
hause mit einem Gehauseunterteii (6), einem Ge- . 
hauseoberteil (5) und einem VerschluB (7, 71) aus- 
gelegt ist, der die beiden Gehauseteile zusammen- 25 
halt, wobei die Gehauseteile die Packeiemente mit 
den zwischen den Packelementen gehaltenen eiek- 
trischen Geratekomponenten umgeben. 

25. Vorrichtung nach Anspruch 23 oder Anspruch 
24, dadurch gekennzeichnet, daB die Packeiemente 30 

aufgeschaumte Formk8rper aus einem Kunststoff, • . , ' ' 

insbesondere aus Polypropylen, sind. 
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